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Das Airbus-Unternehmen Tesat-Spacecom
entwickelt komplexe Nutzlastsysteme fiir
Satelliten und nutzt dazu integrierte Design-/
Konstruktionstools

MOSFET-Relais mit deutlich hherer Strom-
belastbarkeit und weitere Bauteil-Neuheiten.
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ventec

INTERNATIONAL GROUP

Qualitativ hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs

Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fur die Herstellung

von hochwertigen‘Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grofbritannien, Deutschland

und USA, ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

www.venteclaminates.com
* 9 % .
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LeitOn liefert weiterhin auch Serien und komplexe Lei-
terplatten zuverldssig und schnell. GroBserien bis 50 m?
Flache sind innerhalb von 20 Arbeitstagen méglich. Express-
Leiterplatten sind zu 100 % ,Made in Germany* und auch
fiir komplexe Prototypen wie Starr-Flex und SBU-Platinen
stehen zuverlassige Partner aus der Region bereit.

Viele Kunden nutzen zudem bequeme Rahmen- oder Abruf-
auftrége, bei denen LeitOn das Lager vorhélt und innerhalb
eines AT ausliefert. Gerne beraten wir Sie und helfen bei der
Planung, so dass Sie jederzeit zuverlassig und schnell mit
Leiterplatten versorgt werden. "

www. leiton.de
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